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@ Beriihrungsloses Aufbringen von Klebstoffpunkfen.

@ Ein Verfahren zum Aufbringen von Klebstoffpunkten in rasterférmiger Konfiguration unter Verwendung von
Disen (7) bzw. eines Disenblocks (1), dem der Klebstoff unter Druck zugefiihrt wird, auf ein hierunter geflihrtes
Substrat, insbesondere Papier, wobei die Offnungen der Diisen (7) in vorgegebenen Zeitintervallen unter
Klebstoffaustritt gedffnet und hiernach geschlossen werden, wobei ein mit Ausnehmungen versehenes Band (5)
derart Uber die @ffnungen der Disen (7) gefiihrt wird, daB ein periodischer Austritt von Klebstoffteilchen auf die
Substratbahn erfolgt. Das Verfahren eignet sich insbesondere zur rasterférmigen Beschichtung von Bahnen aus
Papier bzw. Kunststoffen und hat eine bevorzugte Anwendung flir wieder ablGsbare Etiketten. Eine Vorrichtung
zur Durchflihrung des Verfahrens ist auch beschrieben.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen einer rasterférmigen Klebstoffbeschichtung von
Klebstoffpunkten auf ein Substrat und eine zur Durchfiihrung dieses Verfahrens geeignete Vorrichtung.
Ferner betrifft die Erfindung nach diesem Verfahren herstellbare druckempfindlich klebende Substrate,
deren Haftkraft von permanent haftend bis riickstandsfrei wieder abl@sbar einstellbar ist.

Haftklebende, wieder abl&sbare Etiketten aus Papier, insbesondere Haftnotizen, haben eine weite
Verbreitung gefunden. Hierbei ist auf der Riickseite des Papiers, ggf. nur auf einem Randbereich, eine
Klebstoffschicht aufgebracht. Die Klebstoffschicht kann aus einzelnen, nicht miteinander verbundenen
Klebstoffpunkien gebildet sein, wobei die Anzahl dieser Klebepunkte z.B. zwischen 10 und 15.000/cm? liegt,
was einem Klebemasseauftrag von ca. 1 bis 30 g/m? entspricht. Zur Herstellung solcher Etiketten sind eine
Reihe von Verfahren in Gebrauch.

So beschreibt DE-A1 33 46 100 die Herstellung von rilickstandsfrei wieder abl&sbaren, haftklebrigen
Fldchengebilden mit Hilfe eines Siebdruck- und eines Tiefdruckverfahrens. Beim Rotationssiebdruck, einem
fur die Auftragung von Klebstoffpunkten besonders geeigneten Verfahren, wird in einer einseitig geschlosse-
nen Rundsiebdruckform eine Druckrakel stationdr angeordnet. Der Klebstoff wird in den Schabloneninnen-
raum zugeflhrt und mittels der Rakel durch die Perforation der Schablonenwand auf die auBen umlaufende
Substratbahn gedrlickt. Hierbei entsteht eine Auftragung rasterférmiger Klebstoffpunkte entsprechend der
Ausbildung der Schablone. Beim Tiefdruckverfahren wird Klebstoff in ndpfchenformige Vertiefungen auf
einer Druckwalze eingebracht, der dann auf eine Substratbahn unter Ausbildung eines rasterférmigen
Musters aus einzelnen Klebstoffpunkten Ubertragen wird. Bei diesem Verfahren fritt jedoch der Nachteil auf,
daB bei der Verarbeitung von Klebstoffen (insbesondere Dispersionsklebstoffen) die Siebporen durch
aushértenden Klebstoff verstopfen k&nnen. Vor allem beim Siebdruck bleiben hdufig Reste in der perforier-
ten Schablone zurlick, die besonders bei Stillstand aushirten. Der gleiche Vorgang findet auch bei I&ngerer
Produktionszeit an den R&ndern des Siebs statt. Insbesondere beim Rotationssiebdruck wird zwischen
Rakel und Sieb stidndig eine gewisse Klebstoffmenge umgewilzt. Dies fuhrt zu Lufteinschllissen und
Blasenbildung im Klebstoff. Diese Einschliisse k&nnen die Klebeigenschaften in ungewlinschter Weise
verdndern.

Siebdruck-, Tiefdruck- und verwandte Verfahren sind berlihrende Verfahren, bei denen Klebstoff liber
Trager und Substrat direkt in Kontakt geraten. Es besteht aber auch die Mdglichkeit, die Klebstoffmasse
durch ein berlihrungsloses Verfahren auf das Substrat aufzubringen. Nach dem in der europdischen
Patentanmeldung EP-A1-276 557 beschriebenen Sprihverfahren zur Herstellung wieder abl&sbarer Etiket-
ten wird ein unregelmiBiges Muster von Klebstoffpunkten auf der Rickseite eines Papiersubstrats erzeugt.
Die technische Durchfiinrung dieses Verfahrens ist recht einfach, jedoch ist es schwierig, Beschichtungen
definierter Raster in gleichmiBiger Verteilung aufzubringen. Ferner nimmt die Klebstoffdichte an den
R&ndern der bespriihten Zone ab, so daB keine einheitliche Haftkraft Uber die ganze Fliche des Etiketts
gewihrleistet ist.

Ein weiteres, berlihrungsloses Auftragungsverfahren, mit dem ein reguldres Muster von Klebstoffpunk-
ten erzeugt werden kann, ist in US-A-3 904 038 offenbart. Hierbei wird ein druckempfindlicher Klebstoff in
Form eines heiBgeschmolzenen Tropfens auf eine wieder abziehbare Unterlage getropft, auf der der
Tropfen abkihlt und leicht anhaftet. Fir die Lagerung und den Versand kann ein zweites Abziehblatt auf die
Oberseite der Tropfen aufgebracht werden. Die Klebstofftropfen sind vorzugsweise zum permanenten
Verkleben von verschiedenen Substraten geeignet. Der heiBe Klebstoff wird aus Diisen gepreBt, die durch
ein Magnetventil periodisch gedffnet und geschlossen werden. Der Durchmesser der Tropfen betrdgt
typischerweise ca. 6 mm. Dieses Verfahren ist daher fir die Herstellung von druckempfindlich haftenden,
wieder abldsbaren Substraten praktisch nicht geeignet, da hierfir die Klebstofftropfchen als Mikrokiigelchen
mit einem Durchmesser von nicht gréBer als 300 um ausgebildet sein sollen.

DE-AS 11 31 079 beschreibt eine Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoffen auf Papierbahnen. In
einem zur Klebstoffzuflihrung dienenden Mundstiick ist ein Zellenrad gelagert, das einen intermittierenden
Auftrag des Klebstoffs auf eine Uber eine Gegenwalze laufende Papierbahn erlaubt. Hierdurch wird jeweils
nur wenig Klebstoff zugefiihrt und es kommt aufgrund der Anordnung des Zellenrads innerhalb des
Mundstlicks zu einer gleichm&Big unterbrochenen Leimauftragung.

Nach einem Verfahren zur Aufbringung von Mustern auf Warenbahnen gem3B CH-PS 613 387 werden
in ihrem Offnen und Schliefen steuerbare Diisen verwendet, die entweder auf der Warenoberfliche
aufliegen oder einen Abstand von hdchstens 2 mm von der Warenoberfliche haben. Durch die genaue
Festlegung der Lage der Warenoberfliche hinsichtlich der Disen 148t sich die Warenbahn auf einfache
Weise mit einem wihlbaren Muster, z.B. durch Aufbringung von Farbe, versehen, ohne daB eine Siebdruck-
schablone verwendet werden mus8.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Aufbringung von Klebstoffpunkten auf ein
Substrat zur Verfligung zu stellen, das sich ohne groBen technischen Aufwand auf verschiedene Substrat-
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spezifikationen, wie unterschiedliches Substratmaterial, anpassen 14Bt, und sich eine unterschiedliche
Haftkraft von permanent haftend bis rlickstandsfrei wiederabl@sbar, einstellen 13Bt, wobei die bei den
bekannten Verfahren auftretenden Nachteile vermieden werden. Das Verfahren soll insbesondere auf die
Herstellung von Etiketten anwendbar sein.

Damit verbunden ist die Aufgabe, eine Vorrichtung zur Verfligung zu stellen, mit der druckempfindlich
klebende Substrate von unterschiedlicher Spezifikation hergestellt werden kénnen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemiB durch das in Anspruch 1 angegebene Verfahren zum berlihrungs-
losen Aufbringen von Klebstoffpunkten auf ein Substrat gel&st.

Hierbei preft man Klebstoff unter Druck durch feine Disen, die ggf. in einem Block angeordnet sein
kdnnen, flihrt gleichzeitig ein mit Ausnehmungen versehenes Band an den Offnungen der Diisen vorbei,
wobei ein periodisches Offnen und SchlieBen der Disen erfolgt. Der als kontinuierlicher Faden aus der
Disendffnung austretende Klebstoff wird zu feinen Teilchen zerschnitten, die sich berlihrungslos in
Austrittsrichtung weiter bewegen. Unter den Disen bzw. dem Disenblock flhrt man, vorzugsweise im
rechten Winkel zu dem mit Ausnehmungen versehenen Band ein Substrat vorbei, auf dem die Klebstoffteil-
chen aufgefangen werden und einen Raster aus Klebstoffpunkten ausbilden.

Es hat sich gezeigt, daB der Abstand der Klebstoffpunkte des rasterférmig beschichteten Substrats und
der Basisdurchmesser der Klebstoffpunkte eine Rolle in der erzielbaren Haftkraft und der rlickstandsfreien
Abldsbarkeit der Substrate spielen. Nach dem erfindungsgemé&Ben beriihrungslosen Aufbringungsverfahren
lassen sich Basisdurchmesser und der Abstand der Klebstoffpunkte auf technisch einfache Weise genau
steuern.

Die durch das umlaufende, mit Ausnehmungen versehene Band periodisch austretenden Klebstoffteil-
chen kdnnen sich nach Austritt zu feinen kugelfdrmigen Klebstoffirépfchen ausformen, die nach dem
Auftreffen auf dem Papier kalottenférmige Klebstoffpunkte ergeben. Durch geeignete Wahl des Substratvor-
schubs bzw. des Vorschubs des Bands lassen sich auch Kilebstoffpunkte in ovaler bzw. ellipsoider
Ausbildung erzeugen. Im Gegensatz zu den aus EP-A1-276 557 bekannten Spriihverfahren 138t sich hierbei
ein Raster aus Klebstoffpunkten mit genau definierten Eigenschaften und Ausdehnungen erreichen.

Es hat sich gezeigt, daB bei einem Druck von 4 bis 120 bar, vorteilhaft 20 bis 90 bar, mit dem der
Klebstoff angeftrdert wird, der Klebstoff in Form feiner Partikel sich von der den Disend&ffnungen
abgewandten Seite des mit Ausnehmungen versehenen Bands abldst und sich kontaktlos in Austrittsrich-
tung weiterbewegt. Als besonders vorteilhaft hat sich ein Zufuhrdruck von 60 bis 80 bar erwiesen.

Es kann auch zweckmiBig sein, die den DUsendffnungen abgewandte Seite des Bands mit einer
klebstoffabweisenden Schicht, z.B. aus Teflon, zu versehen, um ein Anhaften des Klebstoffs zu vermeiden.

Als glinstig fur die Bildung von kugelférmigen Klebstofftrdpfchen hat sich ein Abstand des Substrats
von der Unterseite des mit Ausnehmungen versehenen Bands von 0,1 bis 5,0 mm, vorzugsweise 1,0 bis 2
mm erwiesen. Die Form und Austrittsrichtung der Klebstoffteilchen hingt auch davon ab, in welcher Weise
der Klebstoff durch das umlaufende Band zerteilt wird, wobei bei der Abtrennung auf den Klebstoffaden in
Bewegungsrichtung des Bands eine mdoglichst geringe Kraft ausgelibt wird. Hierflir wird vorteilhaft die
Kante der Aussparung auf der den Disen&ffnungen zugewandten Seite des Bands so ausgefiihrt, daB ein
Phasenwinkel zwischen 5 und 17° eingestellt wird, der je nach Viskositdt des Klebstoffs leicht variiert
werden kann. Ein besonders glinstiger Winkel ergibt sich zwischen 9 und 12°. Auch die Vorschubge-
schwindigkeit des mit Ausnehmungen versehenen Bands beeinfluft die Form der Klebstoffpunkte und liegt
zweckmdpBig im Bereich von 50 bis 400 m/min. Die H6he der Klebstoffpunkte wird auch durch den Druck,
mit dem der Klebstoff dem Disenblock zugeflihrt wird, mit beeinfluBt.

Als Klebstoff zur Verwendung im erfindungsgeméBen Verfahren 148t sich jeder bekannte, fiir diesen
Zweck geeignete Klebstoff einsetzen, z.B. Schmelzklebstoffe, Haftkleber, Dispersionsklebstoffe. Letztere
k6nnen als wiafrige Dispersion oder in einem organischen L&sungsmittel aufgebracht werden. Geeignet
sind Klebstoffe auf Acrylatbasis dispergiert oder emulgiert, z.B. Methacrylsdureester wie Isoamylacrylat
oder N-Butylacrylat. Auch die Verwendung von Schmelzklebern ist m&glich, wobei hierflir die Dlisen oder
der Disenblock und ggf. auch die Zuflhrvorrichtung fiir den Klebstoff heizbar ausgelegt sein muB. Solche
Schmelzkleber sind bekannt, wobei sich Formulierungen auf Basis von Polyolefinen, z.B. Polyethylen,
Polyestern aber auch Polyamiden, insbesondere aber deren Copolymere, besonders bewdhren. Diesen
Klebstoffen kénnen Haftférderer, z.B. Behensiure etc., zugefligt sein. Die Viskositat des Klebstoffs sollte im
allgemeinen 1.000 bis 70.000 mPas betragen, speziell fir druckempfindliche, wieder abldsbare Etiketten
verwendet man zweckmaBig Klebstoff von 10.000 bis 25.000 mPas.

Den Abstand der Rasterpunkte quer und ldngs zur Richtung, mit der das Substrat unter den Disen
oder dem DUsenblock gefiihrt wird, 188t sich vorteilhaft durch zwei Parameter steuern. Es entspricht der
Abstand der nebeneinander liegenden Klebstoffpunkte quer zum Substrat dem Abstand der Disen&ffnun-
gen, vorzugsweise im Bereich von 250 bis 1500 um besonders bevorzugt 250 bis 400 um w&hrend der
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Abstand der Klebstoffpunkte in Ladngsrichtung zweckmiBig durch das Verhilinis von Vorschubgeschwindig-
keit des Substrats zur Vorschubgeschwindigkeit des mit Ausnehmungen vorsehenen Bands bestimmbar ist.
Sind z.B. beide Geschwindigkeiten gleich und haben die Ausnehmungen auf dem Band denselben Abstand
wie die Disendffnungen, so wird ein regelmiBiges Raster erzeugt, bei dem alle Klebstoffpunkte denselben
Abstand voneinander haben.

Eine Verdnderung der Geschwindigkeit des mit Ausnehmungen versehenen Bands bewirkt eine Verin-
derung des Abstands der Klebstoffpunkte in Vorschubrichtung des Substrats. Von Abstand 0 (durchgehende
Raupe) bis zu einem beliebig weiten Abstand sind alle Variationen mdoglich, bevorzugt ist jedoch ein
Abstand von 250 bis 1.500 um, besonders bevorzugt 250 bis 350 um. Durch unterschiedlichen Abstand der
Haftpunkte in Ldngs- und Querrichtung kann das Substrat mit unterschiedlicher Haftkraft und Wiederablds-
barkeit in diesen Richtungen ausgestattet werden.

Ein besonderer Vorteil der Erfindung liegt darin, daB immer nur die Menge an Klebstoff zugefiihrt wird,
die auch aufgetragen wird. Das beim Siebdruck aufiretende Problem der Rickstdnde im Sieb, die
besonders bei Stillstand aushirten, tritt beim berlihrungslosen Beschichtungsverfahren nicht auf. Die
Disendffnungen werden durch den unter Druck austretenden Klebstoff freigespillt und es findet kein
Zusetzen nach Produktionsstillstand statt. Ferner kommt es beim erfindungsgemaBen Beschichtungsverfah-
ren auch nicht zum EinschluB von Luft oder Blasenbildung im Klebstoff. Der Klebstoff befindet sich erst
unmittelbar vor dem Aufbringen auf den Triger in Kontakt mit der Umwelt. Verdnderungen durch sie, vor
allem Lufteinschlisse, sind somit ausgeschlossen. Es entfillt die Notwendigkeit, dem Klebstoff ein schaum-
verhinderndes Mittel zuzusetzen. Dadurch ist die Druckgeschwindigkeit nicht limitiert und kann vorteilhaft
bis zu 400 m/min, besonders bevorzugt 150 bis 300 m/min, betragen.

In den anliegenden Figuren 1 bis 7 ist eine erfindungsgemiBe Vorrichtung dargestelit.

Fig. 1 zeigt die Gesamtansicht eines Disenaggregats bestehend aus einem Disenblock mit umlaufen-
dem, mit Ausnehmungen versehenen Band.

Fig. 2 gibt den durch die Linie A-B in Fig. 1 angegebenen Schnitt durch den Disenblock wieder. In die
Figur wurden zwei Schnittebenen gelegt, E-F (Fig. 3) und C-D (Fig. 4).

Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch den Disenblock parallel zu den Disenkammern (Schnitt E-F).

Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch eine Einzeldise quer zur Laufrichtung des mit Ausnehmungen
versehenen Bands. Die Figur verdeutlicht, wie das Band in einer Flhrungsnut an der Dise vorbeigeflihrt
wird. Die Flhrungsnut kann den Anforderungen entsprechend mit gleitfahigem Material ausgelegt werden.

Fig. 5 ist eine Ansicht des mit Ausnehmungen versehenen Bands von oben. Die langlichen Aussparun-
gen in der Mitte sind die DurchlaB&ffnungen fliir den Klebstoff. Die

Schnittebenen G-H und I-J ergeben Fig. 6 und Fig. 7. Fig. 6 zeigt einen Schnitt in Langsrichtung durch
das mit Ausnehmungen versehene Band.

Fig. 7 gibt einen Schnitt quer zur Langsrichtung durch das mit Ausnehmungen versehene Band wieder.

Fig. 8 bis 16 zeigen den erzielbaren Klebstoffauftrag unter den Bedingungen der Beispiele 2 bis 10.

Fig. 1 gibt schematisch die wesentlichen Merkmale einer Vorrichtung zur berlihrungslosen Aufbringung
von Kiebstoffpunkten nach dem erfindungsgemaBen Verfahren wieder. In einem Disenblock 1 sind eine
Reihe von miteinander verbundenen Disenkammern 2 vorgesehen, die nebeneinander in einer Linie
angeordnet sind. Der Klebstoff wird Uber die Zuflihreinheiten 3 unter Druck in die Disenkammern gepreBt,
Uberschiissig zugefihrter Klebstoff, der nicht durch die Disen selbst austritt, kann Uber die Abfiihrung 4 in
das Klebstoffdepot zurlickgeflihrt werden. Um den Disenblock herum wird ein mit Ausnehmungen versehe-
nes Band 5 gefiihrt, wobei die Offnungen in einer Linie parallel zur Lingsachse des Bands eingebracht
sind. Eine Flhrungsvorrichtung (Flhrungsnut) fiir das mit Ausnehmungen versehene Band sorgt dafiir, daB
dieses so fest an die Dlisen&ffnungen 7 gepreBt wird, daB zwischen Band und Disend&ffnung kein Klebstoff
austreten kann. Durch eine Bewegungsvorrichtung 6 wird das mit Ausnehmungen versehene Band 5 an den
Dusendffnungen 7 vorbeigeflihrt, so daB durch das abwechselnde Erscheinen von offenen und verschlosse-
nen Flachen vor den Disen die Disenausgidnge gedffnet und Klebstoff austreten kann bzw. geschlossen
werden. Zusitzlich ist am Dlisenaggregat eine Rakelvorrichtung 8 vorgesehen, mit der das mit Ausnehmun-
gen versehene Band von eventuell anhaftenden Klebstoffresten gesdubert wird. Eine Befeuchtungseinrich-
tung 9 flr das mit Ausnehmungen versehene Band verhindert zusitzlich das Absetzen des aus den Disen
austretenden Klebstoffs auf dem Band.

Im rechten Winkel zur Bewegungsrichtung des mit Ausnehmungen versehenen Bands wird unterhalb
des Dusenblocks das Substrat vorbeigefiinrt. Der Abstand des Substrats zu dem mit Ausnehmungen
versehenen Band betrdgt dabei 0,1 bis 5 mm, vorzugsweise 1,0 bis 2 mm, inbesondere z.B. 1 bis 1,2 mm.

Der Abstand zwischen den duBeren, in Linie angeordneten Diisen&ffnungen entspricht der Gesamtbreite
des aufgebrachten Klebstoffpunkirasters. Je nach gewlinschter Rasterbreite muB das Sprlihaggregat ent-
sprechend ausgelegt bzw. diesem Klebstoff zugefiihrt sein. Vorteilhaft ist die Halterungsvorrichtung flir das
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Spriihaggregat so ausgelegt, daB dieses jederzeit leicht ausgewechselt werden kann. Der Schnitt E-F in Fig.
3 gibt die Verhiltnisse in den Disenkammern 2 in L&ngsrichtung zum mit Ausnehmungen versehenen
Band wieder. Der Durchmesser der Disendffnung 7 bestimmt wesentlich den Basisdurchmesser des
Klebstoffpunkts auf dem Substrat und kann zweckmaBig im Bereich von 50 bis 100 um liegen. Durch den
Abstand 11 der Disendffnungen voneinander wird auch der Abstand der Rasterpunkte der Klebstoffbe-
schichtung quer zur Vorschubrichtung des Substrats bestimmt. Er liegt bevorzugt im Bereich von 250 bis
400 um zum Bedrucken wieder abldsbarer Haftetiketten, kann jedoch je nach gewlnschter Produktspezifi-
kation vergréBert oder verkleinert werden. Die Breite einer Diisenkammer 12 und die H6he des Disen-
munds 13 sind nicht kritisch und richten sich nach der jeweils vorteilhaftesten Ausflihrungsform.

Ein Schnitt durch eine Dilsenkammer quer zur Richtung des mit Ausnehmungen versehenen Bands
(Fig. 4) gibt auch einen Schnitt durch die Flhrungsvorrichtung 14 fiir das mit Ausnehmungen versehene
Band wieder, wobei diese als Nut ausgelegte Fihrungsvorrichtung zur Verringerung der Reibung wi3hrend
des Transports des Bands mit einem gleitfahigen Material, z.B. Teflon, ausgelegt sein kann.

Das mit Ausnehmungen versehene Band 5, das die Disenaustrittséffnungen abwechselnd &ffnet und
wieder verschlieBt, kann aus einem beliebigen Material gefertigt sein, so lange es die Anforderungen an
hohe Flexibilitdt, mechanische Belastbarkeit und Bestidndigkeit gegeniiber dem Klebstoff erflillf. Besonders
geeignet ist ein flexibles Metallband. Zur Erh&hung der Stabilitdt kann das Band an den Rdndern, die in die
Flhrungsnut greifen, dicker ausgelegt sein. Die Ausnehmungen 10 auf der Ldngsachse des Bands, die
beim Vorbeitransport des Bands die Diisen&ffnungen abwechselnd &ffnen und schlieBen, weisen zweckmi-
Big einen etwas groBeren Durchmesser als die Dusendffnungen auf, um ein Anhaften des Klebstoffs unter
dem Band zu vermeiden. Als zweckmafBig hat sich flir die Ausnehmungen im Band ein 1,2 bis 2fach
gréBerer Durchmesser als der Durchmesser der Disendffnungen erwiesen. Der Abstand 15 der Ausneh-
mungen entspricht dabei dem Abstand der Disen&ffnungen. Die Form der Ausnehmungen auf dem Band
kann kreisformig sein, sie ist jedoch vorzugsweise (siehe Fig. 5) so ausgebildet, daB eine scherenfdrmig
zulaufende, scharfe Schnittkante 16 entsteht, um eine glatte Abtrennung des Klebstoffadens zu ermdgli-
chen. Der Rand der Ausnehmung auf der der Disendffnung zugewandten Seite des Bands weist dabei eine
scharfe Kante mit einem Phasenwinkel 17 von vorteilhaft 5 bis 17° auf. Der optimale Phasenwinkel ist von
der Viskositdt des verwendeten Klebstoffs abhingig; bei einer Viskositdt von 10.000 bis 25.000 mPas
erwies sich ein Winkel zwischen 9 und 12° als besonders giinstig. Das Band kann zusétzlich auf der den
Disendffnungen abgewandten Seite noch mit einer klebstoffabweisenden Schicht, z.B. Teflon, versehen
sein.

Nach dem erfindungsgemaBen Verfahren sind druckempfindlich haftklebende Substrate erhiltlich,
deren Haftkraft je nach Anforderung von permanent haftend bis rlickstandsfrei wieder abldsbar und ggf.
wieder verklebbar eingestellt ist. Die Substrate weisen dabei auf einer Oberfldche ein Raster von kalotten-
férmigen Klebepunkten auf, wobei die Haftkraft durch den Abstand der Klebstoffpunkte, deren Durchmesser
sowie der Fldche der Klebstoffbeschichtung im Vergleich zur Gesamtifliche des Substrats abhingt. Das
erfindungsgeméBe Verfahren erlaubt auch eine gleichmapBige und lokalisierte Auftragung der Klebstoffbe-
schichtung, z.B. flir besonders geformte Substrate.

Als Substrat kann prinzipiell jedes Material verwendet werden, das sich mit einer Haftklebeschicht
versehen 148t. Besonders geeignet ist das Verfahren flir Fldchengebilde, Bldtter oder Folien, die aus Papier,
Recyclingpapier, Vliesen, Geweben und/oder Kunststoff bestehen kdnnen, vorausgesetzt, daB an diesen der
Klebstoff anhaftet.

Besonders bevorzugt ist die Anwendung des erfindungsgemiBen Verfahrens zur Herstellung von
Etiketten, insbesondere von druckempfindlich haftenden und riickstandsfrei wieder abldsbaren Etiketten.
Diese k&nnen auch als sogenannte Haftnotizen ausgebildet sein. ErfindungsgemapBe, wieder abldsbare
Etiketten lassen sich riickstandsfrei von einer Substratunterlage abziehen, wobei es haufig nicht erforderlich
ist, die Substratunterlage zur Erleichterung der Abziehbarkeit mit einer klebstoffabweisenden Siliconschicht
zu versehen. Das erfindungsgemiBe Verfahren vereinigt somit die Vorteile des Siebdruckverfahrens, exakte
und einheitliche Beschichtung, mit dem konventionellen Spriihverfahren, was vor allem eine rasche und
einfache Handhabung erlaubt, ohne deren spezielle Nachteile aufzuweisen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Beispielen erldutert, ohne hierauf beschrdnkt zu sein. Der
Fachmann kann im Rahmen der Erfindung geeignete Verdnderungen der Parameter vornehmen, um
gewlinschte Produkispezifikationen einzustellen.

Beispiel 1

Es wurde ein druckempfindlich haftendes, wieder ablOsbares Etikett mit einer Haftkraft von 50 N/cm
Breite erzeugt. Es wurde ein Basisdurchmesser der Klebstoffpunkte 100 um und eine Rasterweite von 350
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um eingestellt, wobei die nachfolgenden Vorrichtungs- bzw. Verfahrensparameter beachtet wurden.
Klebstoffbeschichtungsvorrichtung:
Durchmesser der Disendffnungen: 70 um
Abstand der Disendffnungen: 350 um.
Abstand der Ausnehmungen auf dem umlaufenden Band: 350 um; das Band weist an der diisenabge-
wandten Seite eine Teflonschicht auf.
Das Band besteht aus Metall. Phasenwinkel des Rands der Ausnehmung auf dem Metallband: 10°.
Durchmesser der Ausnehmungen im Metallband: 120 um.
Abstand des Papiersubstrats vom Metallband: 1,1 mm.
Druck, mit dem der Klebstoff in das Diisensystem eingeflihrt wird: 4 x 10°Pa.
Vorschubgeschwindigkeit des Papiersubstrats: entspricht Vorschubgeschwindigkeit des umlaufenden
Metallbands 200 m/min.
Klebstoff: Dispersionsklebstoff KIWO D185°
Papier: Typ CHAM-Tenero
In den folgenden Beispielen 2 bis 10 sind die jeweiligen Verfahrens- und Vorrichtungsparameter sowie die
Kleberausbildung der erhaltenen Produkie tabellarisch zusammengefaBt (Klebstoff: Dispersionsklebstoff
KIWO D 185° Viskositit 9000 bis 1200 mPas). Der durch das Diisensystem unter diesen Bedingungen
jeweils in Abhingigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit erzielbare Auftrag ist in den Figuren 8 bis 16
gezeigt.

Beispiel 2
Durchmesser der Dlisen&ffnung (um): 100
Viskositit (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Disendffnung offen (ms): 0.1000
Disendffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (wm): 1000.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 333
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 667
Schichtdicke (um): 5
Punkie (m3): | 1,0x10°

Beispiel 3
Durchmesser der Dlisen&ffnung (um): 100
Viskositit (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Disendffnung offen (ms): 0.1000
Disendffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (wm): 2000.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 667
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 1333
Schichtdicke (um): 5
Punkie (m32): | 25x10°

Beispiel 4
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Beispiel 6

Beispiel 7
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Durchmesser der Dlisen&ffnung (um): 120
Viskositit (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Disendffnung offen (ms): 0.1000
Disendffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (wm): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 500
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 1000
Schichtdicke (um): 6
Punkte (m32): | 44x10°
Durchmesser der Dlisen&ffnung (um): 140
Viskositit (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Disendffnung offen (ms): 0.1000
Disendffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (wm): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 500
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 1000
Schichtdicke (um): 9
Punkte (m32): | 44x10°
Durchmesser der Dlisen&ffnung (um): 160
Viskositit (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Disendffnung offen (ms): 0.1000
Disendffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (wm): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 500
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 1000
Schichtdicke (um): 11
Punkte (m32): | 44x10°
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Beispiel 9

Beispiel 10
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Durchmesser der Dlisen&ffnung (um): 200
Viskositit (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Disendffnung offen (ms): 0.1000
Disendffnung verschlossen (ms): 0.2000
Punktabst. quer (wm): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 500
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 1000
Schichtdicke (um): 17
Punkte (m32): | 44x10°
Durchmesser der Dlisen&ffnung (um): 100
Viskositit (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Disendffnung offen (ms): 0.1200
Disendffnung verschlossen (ms): 0.1800
Punktabst. quer (wm): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 600
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 900
Schichtdicke (um): 5
Punkte (m32): | 44x10°
Durchmesser der Dlisen&ffnung (um): 100
Viskositit (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Disendffnung offen (ms): 0.1500
Disendffnung verschlossen (ms): 0.1500
Punktabst. quer (wm): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 750
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 750
Schichtdicke (um): 7
Punkte (m32): | 44x10°
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Durchmesser der Dlisen&ffnung (um): 100
Viskositit (mPa.s): 10.000
Druck (bar): 60.000
Durchmesser der Ausnehmung (um): 100
Disendffnung offen (ms): 0.1800
Disendffnung verschlossen (ms): 0.1200
Punktabst. quer (wm): 1500.0
Durchmesser der Ausnehmung (um): 900
Abstand zwischen zwei Ausnehmungen (um): 600
Schichtdicke (um): 8
Punkte (m32): | 44x10°

Patentanspriiche

1.

Verfahren zum Aufbringen von Klebstoffpunkten in rasterfdrmiger Konfiguration unter Verwendung von
Disen bzw. eines Disenblocks, dem der Klebstoff unter Druck zugeflinrt wird, auf ein hierunter
gefiihrtes Substrat, insbesondere Papier, wobei die Offnungen der Diisen in vorgegebenen Zeitinterval-
len unter Klebstoffaustritt gedffnet und hiernach geschlossen werden, dadurch gekennzeichnet, daB ein
mit Ausnehmungen versehenes Band derart tber die Offnungen der Diisen gefiihrt wird, daB ein
periodischer Austritt von Klebstoffteilchen auf die Substratbahn erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man den Basisdurchmesser eines Klebst-
stoffpunkts auf 50 bis 120 wm durch den Durchmesser der Disen&ffnungen, den Substratvorschub und
den beaufschlagten Druck des Klebstoffs einstellt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man den Abstand des Rasters der Klebstoff-
punkte quer zur L3ngsrichtung des Substrats auf 250 bis 1.500 um und/oder den Abstand der
Klebstoffpunkte in LAngsrichtung, vorzugsweise auf 250 bis 1.500 um einstellt.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprliche, dadurch gekennzeichnet, daB
man als Klebstoff Schmelzkleber, Haftkleber oder Dispersionsklebstoffe aus waBrigen oder organischen
Systemen verwendet.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprliche, dadurch gekennzeichnet, daB
man einen Klebstoff mit einer Viskositdt beim Austritt aus der Dise, ggf. nach Erwdrmen, von 1.000 bis
70.000 mPas, vorzugsweise 10.000 bis 25.000 mPas verwendet.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprliche, dadurch gekennzeichnet, daB
man den Klebstoff mit einem Druck von 4 bis 120 bar, vorzugsweise 60 bis 80 bar, in die Disen oder
den Disenblock einflihrt.

Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprliche, dadurch gekennzeichnet, daB
man den Substratvorschub und/oder den Vorschub des mit Ausnehmungen versehenen Bandes auf 50
bis 400 m/min, vorzugsweise 150 bis 300 m/min, einstellt.

Vorrichtung zum berlihrungslosen Aufbringen von Klebstoffpunkten auf ein Substrat, gekennzeichnet
durch die folgenden Merkmale:

- eine Reihe von Disen 2, die ggf. in einem Block 1 angeordnet sind;

- ein umlaufendes, mit Ausnehmungen 10 versehenes Band 5, bei dem die Ausnehmungen
vorzugsweise in Linien parallel zur Ladngsachse des Bands eingebracht sind;

- eine Flhrungsvorrichtung 14, die das Band so an die Diusen&ffnungen 7 preft, daB zwischen
Band und Disen&ffnung kein Klebstoff durchtreten kann;

- eine Bewegungsvorrichtung 6, die das mit Ausnehmungen versehene Band entlang seiner
Langsachse, parallel zur Linie, auf der die Dlsendffnungen liegen, vorbeifiinrt, wobei durch das
abwechselnde Erscheinen von offenen und verschlossenen Fldchen vor den Disen die Diisen-
ausgange gedffnet bzw. geschlossen werden;
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- eine Bewegungsvorrichtung, die ein Substrat in einem Abstand unterhalb des mit Ausnehmungen
versehenen Bands, vorzugsweise im rechten Winkel zu dessen Lingsachse vorbeifiihrt;
- eine Zufihreinheit 3, die den Klebstoff in die Diisenkammern prefit.

Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Diisen oder der Disenblock und ggf.
die Zuflihreinheit flr den Klebstoff heizbar ausgelegt sind.

Vorrichtung nach Anspruch 8 und 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Durchmesser der Dusen&ffnun-
gen 50 bis 100 um und der Abstand der Dlisen&ffnungen 250 bis 1.500 um betrigt.

Vorrichtung nach Anspruch 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB der Durchmesser der Ausnehmun-
gen auf dem Band 1,2 bis 2fach so groB wie der Durchmesser der Disen&ffnungen ist und der Abstand
der Ausnehmungen auf dem Band dem Abstand der Diisen&ffnungen entspricht.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
das mit Ausnehmungen versehene Band aus Metall besteht.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
auf dem mit Ausnehmungen versehenen Band auf der diisenabgewandten Seite eine klebstoffabwei-
sende Schicht aufgebracht ist.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
die Ridnder der Ausnehmungen auf der den Disendffnungen zugewandten Seite des Bands als
scherenférmig zulaufende scharfe Kanten mit einem Phasenwinkel von 5 bis 17° ausgebildet sind.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprliche, bei der zusitzlich eine
Rakelvorrichtung 8 vorgesehen ist, mit der das mit Ausnehmungen versehene Band von anhaftendem
Klebstoff gesdubert wird.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprliche, bei der zusitzlich eine
Befeuchtungseinrichtung 9 flir das mit Ausnehmungen versehene Band vorgesehen ist, wodurch ein
Absetzen des aus den Diisen austretenden Klebstoffs auf dem Band verhindert wird.

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
der Abstand des Substrats vom mit Ausnehmungen versehenen Band 0,1 bis 5,0 mm, vorzugsweise
1,0 bis 2 mm, betrigt.

Haftklebendes Substrat, erhdltlich nach einem Verfahren zum berlihrungslosen Aufbringen von Kleb-
stoffpunkten nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche, wobei auf einer Oberfliche
des Substrats ein Raster von Klebepunkten aufgebracht ist, und die Haftkraft durch den Abstand der
Klebstoffpunkte und deren Durchmesser, sowie der Fliche des Rasters von permanent haftend bis
rlickstandsfrei wieder abldsbar eingestellt ist.

Substrat nach Anspruch 18 in Form eines Flachengebildes, Blattes oder Folie, bestehend im wesentli-
chen aus Papier auf Zellstoffbasis, Recyclingpapier und/oder Kunststoff.

Substrat nach einem der Anspriiche 18 und 19 als haftklebendes, riickstandsfrei wieder abl&sbares und
ggf. wieder verklebbares Etikett, insbesondere Haftnotiz, gekennzeichnet durch ein gleichmiBig aufge-
brachtes Raster von Klebstoffpunkten, vorzugsweise mit einem Abstand von 250 bis 1.500 um und
einem Basisdurchmesser der Rasterpunkte von 50 bis 120 um.

Etikett nach Anspruch 20, bei dem nur auf einem Teil der Oberfliche ein Raster aus Klebstoffpunkten
aufgebracht ist.

10
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